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1992
Grindung Kraus Hardware Entwicklung
Entwicklung der ADwin MSR-Systeme

1998
Umfirmierung in Kraus Hardware GmbH

seit 2001
EMS-Dienstleistungen

2002
Damfhphasenlétanlage (Erweiterung im Jahr 2013)

seit 2007
ICT Flying Probe und Rework von Baugruppen

2009
Neues Firmengebéude

seit 2009
Rontgenanalyse 2D (Erweiterung im Jahr 2012)

2009
Zertifizierung nach 1SO 9001:2008

seit 2011
Boundary Scan von Baugruppen

seit 2012
Erweiterung der Rontgenanalyse um 3D (CT)

seit 2013
Erweiterung des Damfphasenldtens — neue Anlage mit
Vakuum

seit 2014
Selektivloten

seit 2015
Einfihrung Traceability

2017
Erweiterung der Bestlickungskapazitat und Installation
des vollautomatischen Rollenlagers

2018
AOI 3D/2D, Re-Zertifizierung nach I1SO 9001:2015,
Baugruppenreinigungsanlage und Bauteilgurtung

2020
MOPA Faserlaser(system) zum Beschriften und
Schneiden
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Aktuelle Daten

Ende 2018

HARDWARE omon

35
Mitarbeiter

Entwickler

CIT

Certified IPC
Trainer
far IPC-A-610
u. IPC-A-600

— HARDWARE Gmen :I

28
CIS

Certified IPC
Specialists
fur IPC-A-610

0€

2.000.000 €

4.000.000 €

6.000.000 €

|
8.000.000 €

4 N 7 )
2 alle
QM mit ESD-
, Schulung
Qualitats-
management
-beauftragte

Eingenkapitalquote 82%
Investition 400K€
Materialeinkauf 2.5 M€
Umsatz 6.1M€
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Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen

Leistungsspektrum HARDWARE crmsh

REWORKEN

November 2019



Herausforderungen an die Reparatur von Baugruppen

HARDWARE omon

Fehlerursachenbestimmung

Um ein fachgerechtes Rework durchzufiihren steht an
erster Stelle eine genaue Analyse.

= Wo ist das Problem?
= Lasst sich das Problem beheben? Wenn ja, wie?

= Wie kann das Problem zukiinftig vermieden werden?

November 2019



Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen

HARDWARE omon

Reworksystem ZEVAC ONYX 29

Leistungsdaten:
= berthrungslose Restlotabsaugung

= Dispensen von Lotpaste, Kleber,
Vergussmasse usw.

= Vision-System mit Splitoptik

= verschiedene Temperaturiberwachungen
= hohe Reproduzierbarkeit

= Dokumentation / Traceability

Anwendungen:

= schlecht platzierte, defekte, falsche und
verdrehte Bauteile tauschen bzw. reparieren

= | 6tprobleme beheben
= nachtragliche Bestlickung von Bauteilen

= Entwicklungsbegleitende Baugruppen-
reparatur/Modifikation wie z.B. Bauteil-
kreuztausch, Verdrahtung unter dem BGA

November 2019



Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen

HARDWARE omon

Bauteil- und Baugruppentrocknung

Trockenschrank = |eiterplatten werden generell getempert

' 5 Empfehlung (bei FR4) des ZVEI: z.B. 2h bei 120°C
F=

= Feuchtigkeitsempfindliche Bauteile, dessen
Verweilzeit Uberschritten ist, werden gem.
J-STD-033 getrocknet

=2 = Baugruppen fur Rework werden in Absprache
mit dem Kunden getrocknet, z.B. 2-3h bei
Trockenlagerschrank 125°C

e

Verarbeitung zwischengelagert bei einer
relativen Luftfeuchte < 3% RH

i o [ 228H 33.7°C = Bauteile und Baugruppen werden bis zur

Al

November 2019



Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen

HARDWARE omon

Selektivlioten: Board vorheizen ca. 130°C, 6 kW, 500x500
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Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen

HARDWARE omon

Selektivioten: z.B. Baugruppe 410 x 330mm?, 2.5mm dick
maximale Baugruppengrdlle 500 x 500 mm?
5 P
& A
Unterheizung
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Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen

HARDWARE omon

Selektivlioten: kontrolliertes Aufschmelzen der Lotstellen

% ‘ y !
Heil3gaskopf 2 kW

| Disen mit verschiedenen
/| Geometrien fur Standard- und
Sonderanwendungen

./'V
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1111 mmmm.nmn o Prozess gas
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Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen

HARDWARE omon

Uberwachter und reproduzierbarer Selektivlétprozess
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\ i

£l Thermoelement [EiEE

Temperaturmessung

| Kamera

| optische Kontrolle
1 des Reparatur-
vorgangs

e X Pyrometer
beruhrungslose Messung der Bautelltemperatur
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Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen
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Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen

HARDWARE omon

Dusenp05|t|on' EmIernen der Position mit der Splitoptik

. Kamerabild nach unten zur -
Baugruppe und nach oben zur
_lDuse bzw. zum Bauteil

Splitopik

Ausrichtung der Bauteile und Dusen [ & -
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Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen

HARDWARE omon

Restlotentfernung: Abfahren der Bauteile Uber einen
Regelkreis mit ca. O 5 1 .0 mm Abstand
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Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen

HARDWARE omon

Film: berihrungslose Restlotabsaugung
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Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen

HARDWARE omon

Bestlickposition: Bauteil positionieren mit der Splitoptik an
der Heillgasdise zu den Leiterplattenpads
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Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen

HARDWARE omon

Traceabllity: Protokollieren und Dokumentieren der
Lotparameter zu den versch. Prozessschritten

Rework-Protokoll

Kunde : Kraus Kundenauftragsnummer :

Projektnummer :

Leiterplatten-Identifier : 19ADSP11 Leiterplattensnr.: 321

Datum : 06-10-2008 RoHS

Zeit : 08:32:09 2002/95/EC
Programm 19ADSP11

Prozess Assembly Bauteiltyp Herstellerbezeichnung Bauelement ID

RoHS Soldering - ADSP 19ADSP11_ADSP 19ADSP11

Feeder - Dip Flux

T e e T T e L VL S

i e .

1} 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Time
—— TopHeater - BottomHeater —TC1 —T1C2 —TC3
—TC4 - TC5 —— TopHesaterSetPoint  —— BottomHeaterSetPoint
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Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen
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Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen
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Reparatur eines Highspeed Steckers

November 2019



Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen
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Réntgentechnische Kontrolle vor der Reparatur

Steckerpin
nicht gelotet
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Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen
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Reparatur eines Highspeed Steckers

November 2019



Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen

HARDWARE omon

Reparatur eines Highspeed Steckers

- 44—

1. Bauteil abl6ten 2. Restlot absaugen
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Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen
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Rontgentechnische Kontrolle der Lotergebnisse
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Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen

HARDWARE omon

Schonender Austausch von bedrahteten Bauteilen

» Baugruppe uberkopf mit THT Bauteil nach unten einspannen

= Alle THR-Lotstellen gemeinsam von der Lotseite bis zum Schmelzen des
Lots erhitzen bis das Bauteil durch das Eigengewicht herausfallt

» Restlot entfernen bis die Locher frei sind
= Neues Bauteil bestlicken und einloten

November 2019



Herausforderungen an die Analyse von Baugruppen

Rework als Unterstitzung zur Entwicklung HARDWARE cmon

Nachtragliche Erstellung von elektrischen Verbindungen
unter dem BGA fiir ein Entwicklungsmuster
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Herausforderungen an die Reparatur von Baugruppen

Rework als Unterstitzung zur Entwicklung HARDWARE cmon

Priifen der Anbindungen und Verbindungen unter dem BGA
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Herausforderungen an die Reparatur von Baugruppen

Rework als Unterstitzung zur Entwicklung HARDWARE cmon

Priifen der Anbindungen und Verbindungen unter dem BGA
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Herausforderungen an die Reparatur von Baugruppen
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Verschiedene Dusen fur Sonderapplikationen

Bildquelle: Firma Zevac November 2019



Herausforderungen an die Reparatur von Baugruppen

Héchste Anspriliche der Automobilindustrie HARDWARE cmsn

Aufgabe an der Baugruppe und Einsatzort

Aufgabe:
= Steuergerat fur Komfortfunktion

= Austausch von 1 oder 2 Spannungsregler
ICs: SO-IC

= Fallselektion in Abhangigkeit der Baugruppen
und Bauteildaten

= LeiterplattengroBe 89 x 74mm?, 4 u. 6 lagig

Einsatzort:
= AuBenbereich am KFZ
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Herausforderungen an die Reparatur von Baugruppen

Héchste Anspriliche der Automobilindustrie HARDWARE cmsn

Rahmenanforderungen

= moglichst teilautomatisierter
Vorgang

= Reproduzierbarkeit des Rework
Vorgangs

= Reparaturbewertungskriterien
nach IPC 610D Class3

= Vermeidung von Lotperlen und
FluBmittelriickstanden

= Temperaturgradient max. 3K/sec.

= mdglichst geringe
Temperaturbelastung des ELKO

Reworkanlage mit 15-fach Nutzen

= Rework von mehreren Tausend
Baugruppen
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Herausforderungen an die Reparatur von Baugruppen

Héchste Anspriliche der Automobilindustrie HARDWARE cmsn

Notwendige Schritte bis zur Freigabe

Konstruktion und Herstellung von Equipment zur effektiven und
schonenden Bearbeitung der Baugruppen

Gemeinsame Prozessevaluierung des Automobilzulieferers mit Kraus-HW
Festlegung Materialfluss innerhalb Kraus-HW

Wareneingangsprifung

Bauteil- und Baugruppenhandling

Vorselektion der Baugruppe

Markierung der Baugruppe nach dem Rework

Verpackung der Baugruppen

Schulung der involvierten Mitarbeiter

Audit mit dem Automobilhersteller
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Herausforderungen an die Reparatur von Baugruppen

Héchste Anspriliche der Automobilindustrie

HARDWARE omon

~Rework” Qualifizierung der Nacharbeit

= Funktionstest: Prifung der Reworkbaugruppen innerhalb

der definierten Umwelteinflisse nach Norm von KFZ
Herstellern

Es sind keine mechanischen und elektrischen Fehler
feststellbar.

= Konditionierung: Lagerung der Baugruppen fir 48 Stunden
bei 90°C

Die Pruflinge sind mechanisch und elektrisch i. O. Es sind
keine Eintrage im Fehlerspeicher.

QuerSEhliff Elkg = Temperaturschock in Luft: 300 Zyklen 45 Min bei -
. 40°C und 30 Min. bei +125°C, Umlagerzeit jeweils 10 Sek.
| mit anschlieBender Gefligebewertung mittels Querschliff

Die Pruflinge sind mechanisch und elektrisch i. O. Es sind
keine Eintrage im Fehlerspeicher.

Bildquelle: AutomaiingHsEi© 019



Herausforderungen an die Reparatur von Baugruppen

Héchste Anspriliche der Automobilindustrie HARDWARE cmsn

~Rework” Qualifizierung der Nacharbeit

= Stufentemperaturtest: -40°C ... +85°C in 5°C Schritten,
Funktionstest Uber den kompletten Temperaturbereich inkl.
Spannungs- und Spektrumauswertung.

Die Pruflinge sind wahrend und nach dem Test elektrisch
und mechanisch i. O. Es sind keine statischen Eintrage im
Stufentemperaturprofil Fehl erspeicher.

= Ultraschallprifung: Betrachtung des Materiallibergang
(Delamination) zwischen molding compound zum Silizium-
Chip.

Es konnte keine Delamination festgestellt werden.

Hitraschalluntersuchung— m Hochtemperaturlagerung ELKO: Bewertung der Kapazitét,
Verlustfaktor und Leckstrom nach Rework u.
Lebensdauertest.

Allen MeBwerte waren i. O. nach der Prufung.

Bildquelle: Automobilindustrie November 2019



Herausforderungen an die Analyse und Reparatur von

Baugruppen HARDWARE G

Resumee

® Mit professionellem Rework werden Baugruppen repariert die in der Qualitat
dem Erstprozess nicht nachstehen

® Rework an komplexen Bauteilen und Baugruppen ist ohne moderne
Analysemethoden wie z.B. Rontgen nur schwer maoglich

® Durch Nutzenbearbeitung und Automatisierung im Rework, lassen sich
Baugruppen kostengunstig und reproduzierbar reparieren

® Rework geschickt eingesetzt, lassen sich Kosten und Zeit fur Entwicklung und
Bauteiltest einsparen
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit

Wir bieten Ihnen eine perfekte Dienstleistung in jedem Detail —
und behalten zugleich das ,Ganze” immer im Blick.

A 4 | Py gl JAN
l E}ﬁ Fres A— 4
NS A4 |
ENTWICKELN PRODUZIEREN PRUFEN RONTGEN REWORKEN REINIGEN LASERN

www.kraus-hw.de



ANDREAS KRAUS
Gesellschafter
Geschaftsfiihrer

www.kraus-hw.de

HARDWARE GmbH

Ostring 9¢

63762 GroRBostheim/Ringheim
PHONE +49 6026 9978-78

FAX  +49 6026 9978-99
moBIL +49 171 7828112
E-MAIL akraus@kraus-hw.de
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